
新品发布

1.半控整流+制动的特殊拓扑结构；

2.高性能GPP晶圆搭配晶闸管整流桥芯片方案；

3.具备强浪涌能力 ；

4.使用DBC绝缘铜底板，具有优异散热性能；

5.紧凑型封装；

半控整流+制动新突破，IGBT模块为伺服变频大电流॰
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